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处理器和微控制器无处不在，几乎用于所有可以想象到的智能设备。为满足不断发展的互联世界的需求，终端设

备和应用随着技术的进步变得越来越复杂，也越来越智能。实际上，这也导致处理器和嵌入式系统变得更复杂并

且尺寸更大，进而在解决智能家居、互联电网工厂等应用中的设计难题时增加了硬件复杂性。

本应用简报探讨了使用处理器进行设计时的常见设计难题。一些常见的设计难题包括：

• 增长的硬件和软件设计时间
• 处理器生命周期的支持和稳健性
• 平衡功耗与性能需求

处理器开发：更快地推向市场

目前，为了满足性能更高的新应用的要求，处理器的尺寸越来越大，层数越来越多。例如，门铃摄像头等智能家

居设备可能需要更高的性能来通过本地通信连接到许多附件设备，还需要在边缘运行处理来执行面部识别或物体

检测。此应用中的处理器可能需要存储器、IO 和非常高的 DMIPs 性能，以便执行这些过程。最终，这可能会导

致使用尺寸较大的处理器，从而增加了硬件设计的复杂性。

鉴于此，对处理器之间的可扩展性和兼容性的需求不断增加。此外，在保持与现有软件和硬件兼容性的同时，对

提高计算性能的需求也不断增长。从不同的应用迁移时，这通常会导致处理器设计在权衡和兼容性方面遇到更复

杂的挑战。门铃可能需要 1.4GHz 的性能，而物联网网关可能需要较低的性能。大多数设计人员更喜欢将当前处

理器扩展到多种应用，而不是重新设计和推出新平台。可扩展的硬件和软件，便于将一个处理器上的开发资源重

复用于另一个处理器，从而减少硬件和软件的开发时间和资源。

在处理器板设计中实现稳健性

电路板设计中涉及包括处理器在内的多个元件，具体包括处理器、存储器、外设和许多其他元件。稳健性是选择

处理器时的关键设计考量因素，但不仅限于硬件和软件。电路板设计过程中还存在其他设计难题，包括安全性、

测试、验证、启动电路板的错误处理、布局或层数以及散热或电源管理。

确保最终产品可靠、安全且更能抵御漏洞至关重要。存储器或 DDR 布局在电路板设计中也很关键，另外，存储器

或 DDR 布局是电路板首次无法启动的常见原因。SoC 需要能够轻松检测错误并从错误中恢复。这一点很重要，
但需要使用复杂的仿真工具在各种条件下进行大量的测试和验证。对于绝大多数工程师来说，尤其是第一次使用

处理器的工程师来说，这并不容易实现。成功应对稳健性挑战可确保 SoC 能够在各种电器中可靠地运行、更安全

且耐用。

平衡功耗与性能

处理器通常需要在各种应用中平衡功耗与对性能的需求。我们经常看到电池供电设备中的处理器，在这些应用

中，高效的电源管理对于延长电池寿命至关重要。功耗还会导致过热，进而导致性能下降，甚至对芯片组的使用

寿命造成永久性损坏。

处理器性能的提高对能效和热管理的电路板设计提出了重大挑战。通常，更高端的处理器可能需要有效的热管

理，其中包括散热器、热传感器甚至节流机制。例如，笔记本电脑具有相同的热管理系统，如节流和风扇，以防

止过热。但是，这些额外的元件会导致设计尺寸更大，并增加设计电路板所需的开发时间和资源。功耗和热管理

是每个设计人员都面临的一个非常严峻的设计难题，而在 SoC 上缓解此问题的有效方法可以简化设计过程。
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AM625SIP 处理器

具有集成 LPDDR4 的 TI 系统级封装 (SIP) 处理器（例如 AM625SIP）有助于解决常见的处理器设计难题。这些处

理器旨在解决硬件、软件、稳健性、电源以及工程师当今面临的许多其他挑战。AM625SIP 能够通过集成的 

LPDDR4 实现更简单、更快速的开发流程。
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图 1. AM62x 系统级封装

SiP 可减少 DDR 布局所需的时间和资源，同时减少 PCB 布局、仿真、验证和失效分析的工作量，从而加快布局

面市速度。使用系统级封装还有其他好处，例如简化的硬件设计、增强的稳健性、优化的尺寸或系统 BOM、节省

功耗，所有这些都可以加快开发速度。

结语

设计处理器 SoC 需要解决和平衡与功耗、散热、可扩展性、软件或硬件设计、安全性、错误处理和测试相关的众

多设计难题。对于任何设计人员来说，这并非易事，但成功应对这些难题可以加快开发速度并节省成本。系统级

封装是设计系统的宝贵选择，对于设计各种通用应用或器件以及紧凑的高性能器件至关重要。
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